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- 開発中、サンプル対応可 -

パワー半導体用パッケージ ～POL(Power Overlay)～

特徴

構造

応用例

• 完全ワイヤボンドレスのパワー半導体パッケージソリューション
• 基板リソグラフィ技術によるパワー回路の接続・配線部分の高い寸法精度と安定した形状
再現性

• 複数チップを高密度実装した、高出力密度、小型軽量薄型、低損失、高放熱、高効率、高
信頼性のパッケージソリューション

◼ POL基本構造
• チップ上絶縁フィルムに再配線

High withstand voltage High reliability Low Loss

Adhesive

◼ Mold POL
• チップ下部にリードフレームやDBC基板を接続して、
ハーフブリッジやフルブリッジ回路を構築

• 封止樹脂で外部環境から実装部品を保護

• GaN、SiC等のワイドバンドギャップパワー半導体を搭載
• POLによりハーフブリッジブロック、フルブリッジブロックの体積を40~50%削減
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（東北大学様共同研究テーマ）
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